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elektronische Funktion, die spezifische Design-Vorkehrungen erfordert, damit die zeitabhängige 
Signalintegrität erhalten bleibt 

Anmerkung 1 zum Begriff: Wird in IPC-2251 und IPC-2141A näher beschrieben. 

Haftungsfehler zwischen dem Kupfer der Bohrlochwand und Epoxidharz 

Kupferfolienklasse mit höheren Bruchdehnungswerten bei erhöhter Temperatur 

Anmerkung 1 zum Begriff: Festlegungen siehe IPC-4562A. 

innerhalb der gleichen Schicht in X-, Y-Richtung 

zwischen zwei übereinanderliegenden Lagen in Z-Richtung 
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Kupferfolienklasse 

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Kupferfolien werden von der GOULD Electronics GmbHN1) hergestellt. 

Schichten aus vollständig ausgehärtetem Harz (C-Zustand) mit Kupferkaschierung 

Anmerkung 1 zum Begriff: Starres Laminat ist verstärkt, z. B. mit Glasfasergewebe oder Aramid-Faservlies. 

durch Laserablation hergestelltes Sackloch, dessen Durchmesser kleiner als der Durchmesser einer 
konventionellen Via ist 

Anmerkung 1 zum Begriff: Microvias sind für die interne Signalführung in HDI-Leiterplatten erforderlich. 

Anmerkung 2 zum Begriff: In Bild 3.1 ist ein Beispiel für die Ausführung einer Microvia dargestellt. 

Leiterbildlagen mit Microvias 

Anmerkung 1 zum Begriff: Microvialagen sind Lagen 1 und 2 und gegenüberliegende Lagen. 

Längeneinheit, die 25,4 µm entspricht 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Einheit mil ist beim Leiterplatten-Design üblich und wird der SI-Einheit vorgezogen. 

Prepreg mit verringertem Harzfluss während des Presszyklus 

Anmerkung 1 zum Begriff: Für den Begriff „No-Flow-Prepreg“ kann synonym der Begriff „Low-Flow-Prepreg“ 
verwendet werden. Die Begriffe legen nicht die exakte Flussmenge fest. 

Pad auf der inneren Kupferschicht ohne elektrische Verbindung 

Loch in einer Leiterplatte ohne Metallisierung oder andere leitfähige Verstärkung 

                                                                 

N1) Nationale Fußnote: Das aufgeführte Unternehmen ist nur ein Beispiel für ein Unternehmen, das diese Kupferfolien herstellt. Diese 
Angabe dient nur zur Unterrichtung der Anwender dieser Europäischen Norm und bedeutet keine Anerkennung dieses 
Unternehmens durch DIN. 
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Standardabstand von Leiterbahnen und Pads (Lötflächen) 

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe „Fine-Pitch“, als eine besondere Kategorie von Pitch. 

Anzahl der Lagen in einer Leiterplatte mit leitfähigen Elementen 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Nummerierung erfolgt in der Regel von der obersten zur untersten Lage: L1, L2, 
…Ln 1, Ln. 

mehrere Leiterplatten und Abschnitte auf einer laminierten Platte, die zur Bearbeitung als eine Einheit 
zusammengefasst werden 

Unternehmen, das die Leiterplatte herstellt 

Lackschicht- oder Kupferflächen, die zum darunterliegenden Substrat aufgrund einer konischen Form mit 
verjüngtem Ende schwache Haftung aufweisen 

PTH 
(en: plated through-holes) 
metallisierte Bohrlöcher durch alle Lagen, die für die Montage von Bauelementen verwendet werden 

PCB 
(en: printed circuit board) 
metallisiertes und laminiertes Produkt, bei dem überflüssiges Kupfer von der kupferkaschierten Oberfläche 
nichtleitender Substrate selektiv geätzt wird, damit eine gewünschte Schaltkreisstruktur entsteht 

Anmerkung 1 zum Begriff: Es gibt spezielle Leiterplatten, z. B. starre, flexible, starr-flexible, doppelseitige, mehrlagige, 
sequentielle, RF- und HDI-Leiterplatten. 

Schichten aus teilweise gehärtetem Harz (B-Zustand) mit Verstärkung 

Anmerkung 1 zum Begriff: Als Verstärkung kann beispielsweise Glasfasergewebe oder Aramid-Faservlies verwendet 
werden. 

Leiterbild auf Leiterplatte mit spezieller HF-Funktionalität 

Anmerkung 1 zum Begriff: Dazu gehören z. B. Filter, Splitter, Koppler. HF-Bauelemente haben keine Nennspannungen 
oder Lötverbindungen. 
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Bereich in einer Leiterplatte, in dem die Harzmenge nicht ausreicht, um die Verstärkung vollständig zu 
benetzen 

Anmerkung 1 zum Begriff: Harzmangel ist an geringem Glanz, trockenen Stellen oder freiliegenden Fasern zu 
erkennen. 

Designmerkmal, das im Dossier der Leiterplattendefinition einzubeziehen und im Leiterplatten-Design-
Review zu überprüfen ist 

ungünstigste Mindestdicke des dielektrischen Materials unter Berücksichtigung der Dickentoleranz des 
Laminatkerns und der maximalen Rauigkeit durch die Oberflächenbehandlung des Kupfers 

Anmerkung 1 zum Begriff: In Bild 3.2 ist festgelegt, wie die Messung durchgeführt wird. 

 

Vorgang der Nummerierung jeder einzelnen Leiterplatte durch den Leiterplattenhersteller zur 
Rückverfolgbarkeit 

 
Lackschicht- oder Kupferstückchen, die aufgrund der geringen Flächenausdehnung auf dem darunter-
liegenden Substrat schwach haften 

Anmerkung 1 zum Begriff: Beispielsweise bei Flächen unter 0,01 mm2. 

leitfähiger Teil der Leiterplatte, auf den Bauelemente gelötet werden können 

Isolationsabstand 

Anmerkung 1 zum Begriff: Für den Begriff „Abstand“ kann synonym der Begriff „Lücke“ verwendet werden; er wird 
allerdings nicht in dieser Norm verwendet. 
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Baugruppe aus einer Sequenz laminierter Schichten 

Anmerkung 1 zum Begriff: Halfstack bezeichnet die Sub-Baugruppe. 

Lötpad, das für die elektrische Prüfung auf der Leiterplatte vorgesehen ist 

leitfähigerer Teil, der die elektrische Verbindung zwischen den Lötpads führt 

Anmerkung 1 zum Begriff: Für den Begriff „Leiterbahn“ werden die Begriffe „Leitbahn“ und „Leitungsbahn“ synonym 
verwendet. 

durch alle Lagen metallisiertes Bohrloch, das nur die elektrische Verbindung zwischen den Leiterbahn-
ebenen realisiert 

Anmerkung 1 zum Begriff: Vias werden nicht für die Montage verwendet. 

Orientierung in der Leiterplattenebene, entlang der Länge und Breite der Leiterplatte 

Orientierung senkrecht zur Leiterplattenebene, entlang der Höhe der Leiterplatte 

 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Abkürzungen nach ECSS-S-ST-00-01 und die folgenden 
Abkürzungen: 

Bauelement in Flächenarray-Bauweise (en: area array device) 

Wechselstrom (en: alternating current) 

automatische optische Inspektion (en: automated optical inspection) 

Kugelanordnung (en: ball grid array) 

rechnerunterstütztes Konstruieren (en: computer aided design) 

rechnerunterstützte Entwicklung (en: computer aided engineering) 

Bauelement mit säulenförmigen Anschlüssen (en: column grid array) 

Kupfer-Invar-Kupfer (en: Copper–Invar-Copper) 

Konformitätsbescheinigung (en: certificate of conformance) 

zyklische Redundanzprüfung (en: cyclic redundancy check) 

Wärmeausdehnungskoeffizient (en: coefficient of thermal expansion) 

Kupfer (Element) (en: copper (element)) 
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Gleichstrom (en: direct current) 

Dokumenten-Anforderungsdefinition (en: document requirements 
definition) 

Spannungsfestigkeit (en: dielectric withstanding voltage) 

Masse, Signalerde (en: electrical signal to ground) 

elektromagnetische Verträglichkeit, EMV (en: electromagnetic compatibility) 

Erstmusterprüfung (en: first article inspection) 

Flachgehäuse (en: flat pack) 

FR4-Material (aus Harz für Leiterplatten) (en: type of epoxy resin for PCBs) 

Schaltung mit Microvias und feinsten Strukturen (en: high density interconnect) 

in Übereinstimmung mit (en: in accordance with) 

Eingang/Ausgang (en: input/output) 

bleifreier Chipträger (en: leadless chip carrier) 

Niederfrequenz, NF (en: low frequency) 

Herstellungsbereitschafts-Review (en: manufacturing readiness review) 

Leiterplatte (en: printed circuit board) 

Prozessidentifizierungs-Dokument (en: process identification document) 

millionster Teil (10 6) (en: parts per million (10 6)) 

Durchkontaktierung (en: plated through hole) 

Polytetrafluorethylen (en: polytetrafluoroethylene) 

quadratisches Flachgehäuse (en: quad flat pack) 

Hochfrequenz, HF (en: radio frequency (high frequency)) 

integrierte Schaltung kleiner Größe (en: small outline integrated circuits) 

Einzelfehler (en: single point failure) 

Quadrat (in Einheit  )  

Zeitbereichsreflektometrie (en: time domain reflectometry) 

Glasübergangstemperatur (en: temperature of glass transition) 

Dicke (en: thickness) 

Versorgungsspannung (en: power supply voltage) 

Effektivwert der Spannung (en: voltage root mean square) 
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Introduction 
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1 
Scope 
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2 
Normative references 
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3 
Terms, definitions and abbreviated terms 

3.1 Terms from other standards 

 

 

 

3.2 Terms specific to the present standard 

3.2.1 annular ring  

 

3.2.2 area array device (AAD) 

 

3.2.3 artwork 

 

3.2.4 as-designed 

 

Full document details: DIN EN 16602-70-12:2016-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16602-70-12-2016-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16602-70-12-2016-12


17 

3.2.5 as-manufactured 

 

3.2.6 as-manufactured hole 

 

3.2.7 aspect ratio 

3.2.8 assembled PCB 

 

3.2.9 assembly house 

3.2.10 back-drilled hole 

3.2.11 ball grid array (BGA) 

 

3.2.12 basic copper 

3.2.13 blind via 
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3.2.14 bondply 

 

3.2.15 build-up  

 

3.2.16 buried via 

3.2.17 column grid array (CGA) 

 

3.2.18 conductive layer 

 

3.2.19 conductor 

 

3.2.20 critical net 

 

3.2.21 critical track 

3.2.22 double insulation 
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3.2.23 drilled hole 

 

3.2.24 electrical field 

 

3.2.25 fine pitch 

 

3.2.26 FR4 

3.2.27 half-stack 

3.2.28 heat sink 

 

3.2.29 high density interconnect (HDI)  
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3.2.30 high speed signal 

 

3.2.31 hole wall pull away 

3.2.32 HTE  

 

3.2.33 intralayer 

3.2.34 interlayer 

3.2.35 JTC 
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3.2.36 laminate 

 

3.2.37 microvia 

3.2.38 microvia layers 

 

3.2.39 mil 

 

3.2.40 no-flow prepreg 

 

3.2.41 non-functional pad 

3.2.42 non-plated hole 

3.2.43 normal pitch 

 

3.2.44 number of layers 
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3.2.45 panel 

3.2.46 PCB manufacturer 

3.2.47 peelable 

3.2.48 plated through-holes (PTH ) 

3.2.49 printed circuit board (PCB) 

 

3.2.50 prepreg 

 

3.2.51 RF elements  

 

3.2.52 resin starvation 

 

3.2.53 review item 
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3.2.54 projected peak-to-peak insulation distance 

 

 

3.2.55 serialization 

3.2.56 sliver 

 2

3.2.57 soldering pad 

3.2.58 spacing 

 

3.2.59 stack 

 

3.2.60 test pad 

3.2.61 track 
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3.2.62 via 

 

3.2.63 X,Y direction 

3.2.64 Z direction 

3.3 Abbreviated terms 

Abbreviation Meaning 

AAD 

AC 

AOI 

BGA 

CAD 

CAE 

CGA 

CIC 

CoC 

CRC 

CTE 

Cu 

DC 

DRD 

DWV 

GND 

EMC 

FAI 

FP 

FR4 

HDI 

i.a.w. 
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Abbreviation Meaning 

I/O 

LCC 

LF 

MRR 

PCB 

PID 

ppm -6

PTH 

PTFE 

QFP 

RF 

SOIC 

SPF 

sq 

TDR 

Tg 

Th 

Vcc 

Vrms 
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4 
Principles 

4.1 Qualified PCBs 

 

 

 

 

 

4.2 Manufacturing tolerances 

4.3 Reliability of design 
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5  
Design review and MRR 

5.1 Overview 

5.2 Documentation 
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6 
General design and production 

requirements  

6.1 Reliability of design 

 

 

6.2 Choice of materials and build-up 

6.2.1 Overview 
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Table 6-1: Characteristics of some example dielectric materials for laminates 

Type of material 

Dielectric 

constant 

Dissipation 

Factor 

Tg 

(��� 

water 

absorpt

ion (�� 

Volume 

density 

(����3� 

CTE (ppm/K) 

below Tg 

CTE (ppm/K) 

above Tg 

Thermal 

conducti

vity 

(���	
� 

Example 

a� �

M
�

a� ��

G
�

a� �

M
�

a� ��

G
�
X Y Z X Y Z

Epoxy HTg 

4��4 ���� ����0 - �1� ���0 - �� - �4 �� - �4 40 �4 - �� �4 - �� ��� ��4
��� 
�

(����a�

4��4 ���� ����0 - ��� ���0 - �� - �4 �� - �4 40 �4 - �� �4 - �� ��� ��4 �I4�� (����a�

Polyimide / Glass 

4�� - ���� - > �0� ���� ��� �� �� 0� - - �01 ��� �0� (������

4�� - ���� - �0� ���� ��� �� �� 00 - - �4� ��� 10� (������

Polyimide / Aramid ��� - ����4 - �0� ��� ���� � - � � - � �� - - ��� ��� 10�8 (������

Polyimide flex 

laminate 
��4 ��� ����� - ��� ��1 - �0 �0 - - - - - �A (� A����

Ceramic reinforced 

PTFE 
! 2"9# ! $"$$%2 ! $"$2 2"% %& %& 2# ! ! ! $"&

R')*+,./5

&$$2 6R.7:,;<

Hydrocarbon and 

ceramic reinforced 

glass 

! ="=? ! $"$$2@ B 2?$ $"$& %"@9 %% %# #& ! ! ! $"@%
RC #$$=

6R.7:,;<

Glass reinforced 

PTFE 
2"2$ 2"2$ $"$$$# $"$$$9 ! $"$2 2"2 =% #? 2=@ ! ! ! $"2

R')*+,./5

D??$ 6R.7:,;<

Ceramic thermoset ! 9"? ! $"$$2 ! $"%& 2"@@ %9 %9 2$ ! ! ! $"@&
'TT%$/

6R.7:,;<
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6.2.2 Material selection 

 

 

 

 

 

6.3 Selection of the PCB manufacturer 

 

 

6.4 Traceability and marking 
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7 
Rigid PCBs 

7.1 PCB build-up 

7.1.1 General 

 

 

 

 

 

7.1.2 Copper styles 
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Table 7-1: As-designed versus as-manufactured copper foil thickness 

As-designed foil 

thickness 

Minimum as-

manufactured thickness 

for non-plated inner layers 

Minimum as-manufactured 

thickness for plated layers 

 

7.1.3 Dielectric thickness 
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